2013MII產業趨勢研討會

《台灣半導體設備產業的機會與挑戰研討會》
· 研討會簡介
	台灣半導體產業在歷經了30多年產官學研各界的共同努力下，實力在全球半導體產業已具備了一定的地位，預估2013年台灣半導體產業產值約新台幣1.8兆元，佔全球市場的19%。在次產業部分，台灣半導體製造與封測產業市佔率皆高居全球第一，半導體設計則是全球第二。
根據國際半導體設備暨材料協會的統計，2012年全球半導體設備需求為369億美元，其中台灣達到95億美元，高居全球第一。雖然市場需求相當龐大，但2012年台灣整體半導體設備自製率僅有15%，這對於台灣而言，等於是將每年2千多億元的市場拱手讓給國外大廠，不僅如此，設備須仰賴國外廠商對台灣的半導體產業鏈發展也是極為不利。


	本次研討會將探討台灣半導體設備產業市場現況，並由自製率角度剖析台灣廠商的競爭力，同時會由技術觀點討論國內外半導體設備產業的差異與國內業者未來應該聚焦的方向，以擺脫長期以來的困境。


時　間：2013年 12 月 9 日(星期一) 13:30~16:50
地　點：高雄蓮潭國際會館102會議室(高雄市左營區崇德路801號)
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金屬中心MII
報名費用：新台幣 1,000 元(TEEIA台灣電子設備協會、 台灣半導體產業協會公協會提供促銷優惠)
· 研討會議程
	時間
	議程內容
	主講人

	13：30～14：00
	迎賓報到
	

	14：00～14：40
	議題一: 2.5D/3D IC發展現況與關鍵技術介紹
	陳冠能/交通大學電子工程系教授

	14：40～15：00
	休息

	15：00～15：40
	議題二:台灣半導體設備市場剖析
	陳慧娟/金屬中心產業分析師

	15：40～16：20
	議題三:國內半導體設備及零組件供應現況與展望
	鄭永茂/金屬中心醫材及光電產業服務組組長

	16：20～16：50
	Q&A


《活動訊息》

· 報名費用：定價新台幣1000元
· 報名優惠：11/30前報名享早鳥7折優惠；TEEIA台灣電子設備協會、台灣半導體產業協會公協會會員享定價5折優惠。

· 報名方式：
網路報名：請連結右方網址報名http://www.mirdc.org.tw/information/OnlineApply.aspx?oID=6139   
傳真報名：報名表填妥完畢請傳真至(07)353-3978 
請於12月5日(四)前完成報名，洽詢窗口(07)351-3121胡小姐(分機2386)或(07)351-3121吳小姐(分機2380)

· 繳費方式：
現金
研討會當天現場繳費，發票將於一周內補發。
· 注意事項： 
· 若需當日研討會立即收到發票，可來電與洽詢窗口聯繫，發票將於當日繳交報名費時一併給予。
.

台灣半導體設備產業的機會與挑戰研討會  報名表
	公 司
	
	單  位
	

	地 址
	
	電  話
	

	參加者姓名
	
	職  稱
	
	分機/手機
	

	E-mail
	

	參加者姓名
	
	職  稱
	
	分機/手機
	

	E-mail
	

	費用合計
	新台幣                     元整

	報名聯絡人
	
	連絡電話
	
	職稱
	

	繳款方式

	(現金

研討會當天現場繳費

	發票資料欄

	發票抬頭
	

	統一編號
	
	收件人
	

	發票種類
	□ 二聯式(個人) □ 二聯式(非營利單位,不顯示統編)  □ 三聯式

	收件地址
	□□□□□
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· 時　間：2013年12月9日(星期一)下午13:30~16:50
· 地　點：高雄蓮潭國際會館102會議室(高雄市左營區崇德路801號)
· 報名表填妥完畢請傳真至(07)353-3978，請於12/5(四)前完成報名
· 填寫報名單位名稱，學員姓名電話。傳真至(07)353-3978，始完成報名手續。
· 洽詢電話：(07)351-3121分機2386胡小姐 或 (07)351-3121分機2380吳小姐
報 名 資 訊










